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【Ⅰ．全体総括編 分野別セラミック主要製品の市場規模推移】

14

単位：百万円，％

２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１３ ２０１４ ２０１５

触媒担体 9,200 8,800 9,000 8,600 △ 4.3 2.3 △ 4.4

DPF 2,800 2,800 3,000 3,000 0.0 7.1 0.0

無膨張ｼｰﾙ保持材 700 1,000 1,300 1,700 42.9 30.0 30.8

圧電ｲﾝｼﾞｪｸﾀ 3,400 3,500 3,600 3,700 2.9 2.9 2.8

酸素ｾﾝｻ 14,200 13,600 14,300 14,300 △ 4.2 5.1 0.0

ﾉｯｸｾﾝｻ 6,800 6,600 7,000 7,100 △ 2.9 6.1 1.4

ｽﾊﾟｰｸﾌﾟﾗｸﾞ 23,500 23,600 23,700 23,800 0.4 0.4 0.4

ｸﾞﾛｰﾌﾟﾗｸﾞ 5,000 5,400 5,700 6,100 8.0 5.6 7.0

ﾒｶﾆｶﾙｼｰﾙ摺動材 5,100 5,100 5,100 5,200 0.0 0.0 2.0

転がり軸受 9,800 10,700 12,000 12,500 9.2 12.1 4.2

すべり軸受 2,600 2,700 2,900 3,100 3.8 7.4 6.9

流体ｺﾝﾄﾛｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ 900 1,000 1,000 1,000 11.1 0.0 0.0

ﾉｽﾞﾙ 2,000 2,000 2,100 2,100 0.0 5.0 0.0

圧延ﾛｰﾙ 200 200 200 300 0.0 0.0 50.0

切削工具 4,500 4,600 4,600 4,600 2.2 0.0 0.0

人工骨 6,200 6,600 7,000 7,400 6.5 6.1 5.7

人工関節 3,400 3,800 4,300 4,800 11.8 13.2 11.6

人工歯ｸﾗｳﾝ 600 600 700 700 0.0 16.7 0.0

人工歯根
ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ体

※ ※ ※ ※ ― ― ―

水栓金具ﾃﾞｨｽｸ 2,700 2,900 3,000 2,900 7.4 3.4 △ 3.3

浄水器ﾌｨﾙﾀｰ 400 500 600 600 25.0 20.0 0.0

人工木材 1,800 1,900 2,000 2,000 5.6 5.3 0.0

家庭用ｾﾙｽﾀｯｸ 700 1,200 1,400 1,600 71.4 16.7 14.3

業務用ｼｰﾄ･ｾﾙ R&D R&D 100 200 ― ― 100.0

※　市場未形成（わずか）

対前年比
分野

自動車

部品

燃料電池

住設建材

生体材料

機械部品

実績・見込み

分野別品目別市場規模推移



【Ⅱ．分野別品目別市場分析編 電子部材 ＬＥＤパッケージ】

46

単位：百万個，百万円，％

対前年比 対前年比 対前年比 対前年比

数量 6,000 ― 6,500 108.3 7,300 112.3 8,000 109.6

金額 15,000 ― 16,500 110.0 17,800 107.9 18,700 105.1

年
２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５

単位：百万個，百万円，％

対前年比 対前年比 対前年比

数量 8,400 105.0 8,800 104.8 9,200 104.5

金額 19,800 105.9 21,000 106.1 22,000 104.8

２０１８
年

２０１６ ２０１７

単位：百万個，百万円，％

シェア シェア

京セラ 4,800 60.0 10,500 56.1

NGKｴﾚｸﾄﾛﾃﾞﾊﾞｲｽ 1,600 20.0 3,600 19.3

その他
※ 1,600 20.0 4,600 24.6

合計 8,000 100.0 18,700 100.0

メーカー 数量 金額

  ③市場規模推移

   ２０１２～２０１５年実績

   ２０１４～２０１６年予測

   ・ＬＥＤパッケージの市場は高輝度ＬＥＤ，ハイパワーＬＥＤの市場拡大により伸長、２０

１２年までは液晶テレビバックライトＬＥＤでのセラミックパッケージ採用拡大が市場を

牽引してきたが、今は一般照明や車載ヘッドライトで需要拡大が期待できる。特にＬＥＤ

電球やＬＥＤ蛍光灯での需要増が目ざましく、省エネ機運の高まりとともに市場は急拡大

しつつある。２０１６年以後について一般照明に加えて車載ヘッドライト需要のさらなる

普及拡大など新規用途の拡大も加わり、金額ベースでの市場拡大が期待できる。一般照明，

車載ヘッドライトともにＬＥＤのハイパワー化，高効率化，高密度実装はさらに進展、セ

ラミックパッケージに対する需要はさらに大きくなる。

  ④メーカーシェア

   メーカーシェア（２０１５年）

   ※ＭＡＲＵＷＡ，トクヤマ，大倉工業など
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  ②参入メーカー

   参入メーカー／材種／販売形態

メーカー

材種 販売形態

Ａｌ２Ｏ３
Ａｌ２Ｏ３

＋ガラス
ＡＩＮ Ｓｉ３Ｎ４ 半製品※１ 回路基板

アスザック ○ ○

京セラ ○ ○ ○ ○ ○

双信電機 ○ ○

太陽誘電 ○ ○

デンカ ○ ○ ○

東芝ﾏﾃﾘｱﾙ ○ ○ ○ ○

同和鉱業・

トクヤマ
○ ○

ニッコー ○ ○ ○

日本ｶｰﾊﾞｲﾄ

工業
○ ○ ○

日本特殊陶業 ○ ○ ○

日本ファイン
セラミックス

○ ○

ﾉﾘﾀｹｶﾝﾊﾟﾆｰ
ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

○ ○

パナソニック
デバイス社

○ ○

日立金属 ○ ○

フォノン明和 ○ ○

村田製作所 ○ ○ ○

山村
フォトニクス

○ ○ ○

ＫＯＡ ○ ○

ＴＤＫ ○

ＭＡＲＵＷＡ ○ ○ ○ ○

ＮＧＫ
ｴﾚｸﾄﾛﾃﾞﾊﾞｲｽ※２ ○

  ※１ グリーンシート，プレーン基板，グレーズ基板，銅張基板

  ※２ 旧 日鉄住金エレクトロデバイス（２０１５年１月より移行）
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単位：百万個，％

シェア

情報通信 98,000 52.1

家電 50,000 26.6

その他
※ 40,000 21.3

合計 188,000 100.0

用途 数量

  ⑤用途動向

   分野別内訳（２０１５年）

                           ※自動車・産業分野

   今後の有望分野

    車載    大電流・高耐熱用

    モバイル  スマートフォン・タブレット端末・ウエアラブル端末

   ・セラミックコンデンサは様々な電子機器に使われており、その利用範囲も広く、一台の機

器に多数のセラミックコンデンサが搭載されており、ノートパソコンでは７３０個／台，

携帯電話では２３０個／台，スマートフォンでは４５０個／台，カムコーダでは４００個

／台，デジタルテレビでは１０００個／台，カーナビでは１０００個／台とも言われてい

る。

   ・セラミックコンデンサの搭載目的としては、デカップリングコンデンサ，バイパスコンデ

ンサ，平滑フィルタ，高周波フィルタ，インピーダンス整合，温度補償などがあるが、デ

カップリングが主となる。

   ・デカップリングコンデンサは半導体デバイスの周囲に実装したセラミックコンデンサに電

力を蓄えておき、電力負荷急変時に電力を供給する。

   ・バイパスコンデンサは、ＥＭＩの原因となるノイズ成分を除去、平滑フィルタはＤＣ－Ｄ

Ｃコンバータの出力部に置くことで、電子機器の小型化を図る。

   ・有望用途としては大電流用途や高耐熱用途がある。例えば車載電源用コンデンサとしては

大容量のアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサが広く用いられているが、耐熱性が

要求される車載用途には高温に強いセラミックコンデンサが適しており、大容量化を進め

ることで、セラミックコンデンサはこうした用途での需要拡大が期待できる。

   ・モバイル用途ではスマートフォンの様にセラミックコンデンサを大量に使用する機器の市

場が急拡大、加えてウエアラブル端末の様にさらに小型化・薄型化ニーズの強い用途の新

たな登場により高密度実装に対してきわめて高い要求があることから、セラミックコンデ

ンサの長所が活きる用途として期待される。ｉＰｈｏｎｅ６では０２０１サイズが搭載さ

れ０４０２サイズから０２０１サイズへとシフトが進みつつある。
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  ⑤セラミックと他材料とのすみ分け

   セラミック材種別使用内訳

    ＰＢＮ ９５％  ＳｉＣ ５％

   ・半導体分野ではシリコン半導体結晶成長では、石英やカーボン，化合物の半導体結晶成長で

はＰＢＮが使われており、分子線エピキタシー（ＭＢＥ）の様な成膜工程でもＰＢＮやＳｉ

Ｃが使われている。

   ・シリコン単結晶製造用は石英とカーボン、化合物半導体単結晶製造用は耐熱性，熱伝導性に

優れるＰＢＮ、ＭＢＥ用もＰＢＮとＳｉＣが使われており、用途に応じた使い分けとなって

いる。

   ・ＰＢＮは高純度でコンタミが少なく、耐熱性，熱伝導性が高い。ＣＶＤ－ＳｉＣも高純度で

コンタミが少なく、金属並みの熱伝導率と急速昇温などヒートショックにも強い。ＣＶＤ－

ＳｉＣはＰＢＮに代替できる特性を備え、溶かす材料との相性からＭＢＥの様に小サイズ

（１００ｃｃクラス）のルツボに用途が限定されているが、今後、有機ＥＬなどの蛍光体製

造用としても期待がもてる。

  ⑥開発動向

   ・一般的にＣＶＤ法による成膜は薄膜を得るために用いられることが多い。ルツボの様な製品

をＣＶＤ法により単膜として製造するためには多大な時間を要し、このため製造コストは高

くなる。また成膜後にカーボン基材を除去する際、割れの発生やＰＢＮの場合、製造できる

ルツボ形状にも制約をともなう。

   ・半導体製造用ルツボではＣＶＤによるソリッドＳｉＣ品が製品化されており、ＳｉＣは金属

並みの熱伝導率をもち、急速昇温などヒートショックにも強いという特色から一部（ＭＢＥ）

で使われている。

   ・ＣＶＤによるソリッドＳｉＣは超高純度であり、ＰＢＮに代替できる特性を備え、溶かす材

料との相性からＭＢＥの様に小サイズ（１００ｃｃクラス）のルツボに用途が限定されてい

るが、今後、有機ＥＬなどの蛍光体製造用としても期待がもてる。
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  ⑥セラミックと他材料とのすみ分け

   転がり軸受タイプ／材種

材種

タイプ

金属 セラミック 樹脂

軸受鋼 Ｓｉ３Ｎ４ ＳｉＣ ＺｒＯ２
ＰＴＦＥ，
ＰＥＥＫ

ハイブリッド

ボール ○

レース ○

リテーナー ○

総セラミック

ボール ○ ○

レース ○ ○ ○

リテーナー ○

   セラミック材種別内訳

   Ｓｉ３Ｎ４７５％ ＳｉＣ４％ その他（ＺｒＯ２，炭化物系）２１％

   ・転がり軸受けの材料としては、軸受鋼の他、セラミックも用いられているが、セラミック

は転がり軸受の中でもごく一部に用いられている程度で、大半は金属が用いられている。

   ・セラミックを用いるのは主に耐食用途と耐熱用途で、化学や食品（塩を扱うプラント）関

連、グリースやカーボンの様な個体潤滑材が燃えてしまう高温領域で無潤滑が要求される

用途となる。

  ・セラミックとしてはＳｉ３Ｎ４，ＳｉＣそしてＳｉＣと同レベルの耐食性を有する炭化物系，

ＺｒＯ２，サイアロンがあり、ＳｉＣは最も要求の厳しい用途に用いられている。

⑦開発動向

   ・セラミック製は、耐食，耐熱といった従来からの用途に加えて、高速用途向けでも製品開

発が進んでいる。

   ・日本特殊陶業では高速用途向けにＳｉ３Ｎ４（ＧＰＳＳＮ）を開発、ＧＰＳＳＮは工作機械

の高速スピンドル（１００～２００万回ｄｍｎ）にも耐えることができ、軸受鋼をしのぐ

ころがり寿命をもっている。

   ・またセラミック軸受はフッ素系樹脂リテーナによる自己潤滑によりグリースレスを実現で

き、高温，腐食，衛生，非磁性に対応できる。さらにリテーナ軸道面にＴｉＮコートを施

せば、性能向上を図ることができる。
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２）人工関節

  ①製品概要と要素技術

   セラミックを用いた人工股関節の部材と材種

部材

材料
カップ インサート ステム ヘッド

金属
ＣｏＣｒ合金
Ｔｉ合金

○ ○ ○ ○

樹脂 ポリエチレン ○

セラミック
ＺｒＯ２

ＺｒＯ２－Ａｌ２Ｏ３
○ ○

   セラミックを用いた人工膝関節の部材と材種

部材

材料

大腿骨

コンポーネント
インサート

腿骨

コンポーネント

金属
ＣｏＣｒ合金
Ｔｉ合金

○ ○

樹脂 ポリエチレン ○

セラミック
ＺｒＯ２ ＨＡＰ
ＺｒＯ２－Ａｌ２Ｏ３

○

   材種／グレード  ＺｒＯ２・ＺｒＯ２－Ａｌ２Ｏ３・ＨＡＰ／高純度

   構成・形状／成形法  ＺｒＯ２ バルク焼結体／プレス

              ＨＡＰ 厚膜／コーティングｏｎチタン

   ・人工関節は股関節，膝関節，肘関節などがあり、国内での人工関節手術件数は１２万例で、

この内、７万例が股関節、４.４万例が膝関節で、下股運動器の二つが大半を占める。

   ・人工関節の材種としては金属（コバルト合金，チタン合金），樹脂（高密度ポリエチレン），

セラミックがあり、金属と樹脂の組み合わせが大半を占める。

   ・人工関節は股関節，膝関節など関節ごとに構成が異なっており、セラミックは股関節，膝関

節に適用例がみられる。

   ・股関節は大腿骨に埋め込むステム（金属），ステムの先端に取り付ける丸型の骨頭となるヘ

ッド（金属，セラミック），骨盤に埋め込むカップ（金属），カップ内に入れるインサート（樹

脂，金属，セラミック）からなる。膝関節は大腿骨コンポーネント，インサート，脛骨コン

ポーネントからなり、大腿骨コンポーネントにセラミックを用いたものがみられる。
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単位：千個，百万円，％

対前年比 対前年比 対前年比 対前年比

数量 3 ― 6 200.0 7 116.7 8 114.3

金額 700 ― 1,200 171.4 1,400 116.7 1,600 114.3

年
２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５

単位：千個，百万円，％

対前年比 対前年比 対前年比

数量 9 112.5 10 111.1 15 150.0

金額 1,800 112.5 2,000 111.1 2,700 135.0

年
２０１６ ２０１７ ２０１８

  ②参入メーカー

   ＳＯＦＣセルスタック

   京セラ

   エネファーム（ＳＯＦＣタイプ）関連メーカー

ＳＯＦＣセルスタック 燃料電池ユニット パッケージャー

京セラ
アイシン精機

ダイニチ工業

ガス会社（大阪ガスなど）

石油会社（ＪＸ日鉱日石など）

   ・セラミック製ＳＯＦＣセルスタックは京セラ，日本ガイシ，日本特殊陶業，村田製作所，

ＴＯＴＯ，ソリッド・パワー（セラミック・フューエルセルズ）などの間で開発が進めら

れてきたが、京セラやセラミック・フューエルセルズが量産化にこぎつけている。

   ・セラミック・フューエルセルズは欧州，米国そして日本でも市場展開しようとしており、

大阪ガスなどと提携し市場進出を準備している。ブルーゲンの名称で中小型セルスタック

を製品化、モジュール型発電機に組み込まれシステム化されている。

   ・京セラでは燃料極にセリア系Ｎｉ－ＳＤＣを採用し、メカノケミカルボンディング技術を

応用して実用化しており、Ｎｉ－ＳＤＣを採用することで作動温度を下げ特性改善を図り、

家庭用燃料電池式コージェネレーションシステム（エネファーム）に採用されている。

   ・家庭用の場合、現状、セラミックメーカーが特定の向け先に対してセルスタックの形で供

給しており、燃料電池メーカーはセラミックメーカーと共同開発の形をとる必要がある。

シートやセルの形で標準化が進んでいない。

  ③市場規模推移

   ２０１２～２０１５年実績

   ２０１６～２０１８年予測
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